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二、说明、目录、图表目录

       国家政策和大基金的支持下，我国集成电路市场规模增长迅速。2018年中国集成电路产业

销售额6531.4亿元，同比增长20.7%。其中，设计业同比增长21.5%，销售额为2519.3亿元；制

造业继续保持快速增长，同比增长25.6%，销售额为1818.2亿元；封装测试业销售额2193.9亿元

，同比增长16.1%。2011-2018年我国集成电路制造行业销售收入走势图数据来源：公开资料整

理

        智研数据研究中心发布的《2021-2027年中国晶圆代工市场发展趋势与市场年度调研报告

》共四章。首先介绍了晶圆代工行业市场发展环境、晶圆代工整体运行态势等，接着分析了

晶圆代工行业市场运行的现状，然后介绍了晶圆代工市场竞争格局。随后，报告对晶圆代工

做了重点企业经营状况分析，最后分析了晶圆代工行业发展趋势与投资预测。您若想对晶圆

代工产业有个系统的了解或者想投资晶圆代工行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

       本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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第.一节晶圆制造流程

第二节晶圆制造成本分析

 

第二章半导体市场

第.一节2019-2023年半导体产业预测

第二节2019年半导体市场下游预测
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一、全球半导体产业概况

       2019 年全球半导体营收超过 4100 亿美元，其中中国地区销售额占比为 35%，是占比最高

的国家和地区。根据海关数据，2019 年中国集成电路进口额为 3050 亿美元。2019 年中国地区

半导体销售额占全球 35%数据来源：公开资料整理

二、全球晶圆代工行业概况
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